 口腔半导体激光治疗仪  技术参数

1、用途：用于牙周病、粘膜病、牙体牙髓病种植体周围炎症口腔软组织病变的切除颞颌关节病的治疗以及牙齿激光美白的使用。
2、技术参数

★2.1激光波长范围：750nm - 810nm

★2.2工作模式：连续模式脉冲模式

2.3指示光：配有指示光，利于理疗和精确切割使用。指示光功率：≤5mW，指示光强度五级可调，避免指示光过于刺眼。
2.4功率：≥ 8W;100mW-9W连续逐级可调,增幅100mW。
2.5启动开关：无线脚踏开关。

★2.6光导纤维并配有光导纤维管理系统，有效保护光导纤维，避免折断！
★2.7激光使用的光导纤维（单根）>6m，降低后续的耗材成本。
2.8操作方式：操作界面安全，具有锁定功能，防止误触。

2.9具备个性化操作设置，一键选择已设置好的操作模式。
★2.10安全保护措施：有故障报警功能，紧急停止按钮：可在紧急情况下立即停止激光工作

2.11设备使用年限≧10年。（设备出厂标识标注）
3、配备使用保护设备：激光防护眼睛4副

